AT 519404 A1 2018-06-15

dsterreichisches

(19) patﬁ-ntamt (10) AT 519404 Al 2018'06'15
(12) Osterreichische Patentanmeldung
(21) Anmeldenummer: A 51101/2016 (51) Int.Cl.: B41K 1/36 (2006.01)
(22) Anmeldetag: 05.12.2016 B41K 1/38 (2006.01)
(43) Veroffentlicht am: 15.06.2018
(56) Entgegenhaltungen: (71) Patentanmelder:
WO 2011020282 Al COLOP STEMPELERZEUGUNG SKOPEK
CN 201506089 U GESELLSCHAFT M.B.H. & CO. KG.
CN 204414835 U 4600 Wels (AT)
CN 202186139 U
CN 201784268 U
CN 201856458 U (74) Vertreter:

CN 201913899 U
CN 201317165 Y
EP 1052594 Al

Sonn & Partner Patentanwalte
1010 Wien (AT)

(54) Verfahren zur Sicherung eines RFID-Chips sowie Stempelplatte

(57)

Verfahren zur Sicherung eines RFID-Chips (2) als
Identifikationsmerkmal an einer Stempelplatte (1),
vorzugsweise fur einen Handstempel, wobei der
RFID-Chip (2) mit der Stempelplatte (1) im
Wesentlichen unlésbar verbunden wird, wobei der
RFID-Chip (2) innerhalb der Stempelplatte (1)
eingeschlossen wird und Stempelplatte (1),
vorzugsweise fur einen Handstempel, mit einem mit
der Stempelplatte (1) im Wesentlichen unlésbar
verbundenen RFID-Chip (2) als
Identifikationsmerkmal, wobei der RFID-Chip (2)
innerhalb der Stempelplatte (1) eingeschlossen ist.

Fig.1

DVR 0078018



15

Zusammenfassung:

Verfahren zur Sicherung eines RFID-Chips (2) als Identifikati-
onsmerkmal an einer Stempelplatte (1), vorzugsweise fir einen
Handstempel, wobei der RFID-Chip (2) mit der Stempelplatte (1)
im Wesentlichen unlésbar verbunden wird, wobei der RFID-Chip (2)
innerhalb der Stempelplatte (1) eingeschlossen wird und Stempel-
platte (1), vorzugswelise flir einen Handstempel, mit einem mit
der Stempelplatte (1) im Wesentlichen unldsbar verbundenen RFID-
Chip (2) als Identifikationsmerkmal, wobei der RFID-Chip (2) in-
nerhalb der Stempelplatte (1) eingeschlossen ist.

(Fig. 1)
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Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Sicherung eines RFID-
Chips als Identifikationsmerkmal an einer Stempelplatte, vor-
zugsweise fliir einen Handstempel, wobei der RFID-Chip mit der

Stempelplatte im Wesentlichen unlédsbar verbunden wird.

Die Erfindung betrifft des Weiteren eine Stempelplatte, vorzugs-
weise flUr einen Handstempel, mit einem mit der Stempelplatte im
Wesentlichen unlosbar verbundenen RFID-Chip als Identifikations-

merkmal.

Die Verbindung von RFID-Chips (Radio Frequency Identification
Chips) mit Stempelplatten bzw. Textplatten, um letztere mdg-
lichst eindeutig anhand der im RFID-Chip gespeicherten Informa-
tion identifizieren zu kdnnen, ist aus der CN 201913899 U
bekannt: Hier wird eine Stempelplatte mit einer Ausnehmung in
der Oberflache geoffenbart, in welche ein RFID-Chip im Wesentli-
chen unldsbar eingeklebt ist. Der RFID-Chip kann eine eindeutige
Identifikationsnummer eines der Stempelplatte zugeordneten Stem-
pels enthalten und ist nicht zerstdrungsfrei von der Stempel-

platte zu trennen.

Flir eine zuverlassige Identifikation der Stempelplatte ist je-
doch wiinschenswert, dass der RFID-Chip nicht nur fest mit der
Stempelplatte verbunden ist, sondern auch méglichst zuverlassig
vor Beschadigung geschiitzt ist, da durch eine Beschadigung des
RFID-Chips die Stempelplatte nicht mehr zuverlédssig identifi-

ziert werden kann.

Es ist nun Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren wie eingangs an-
gegeben zu schaffen, mit welchem ein RFID-Chip sowohl zuverlas-

sig und dauerhaft mit der Stempelplatte verbunden wird, als auch
moglichst zuverlassig vor Beschadigungen bzw. vor Versuchen, den

RFID-Chip zu entfernen, geschiitzt wird.

Zudem ist es Aufgabe der Erfindung, eine Stempelplatte wie ein-
gangs angegeben zu schaffen, welche einen damit dauerhaft ver-
bundenen und moglichst zuverlédssig vor Beschadigungen oder
Diebstahl geschiitzten RFID-Chip aufweist.

Hierfir sieht die Erfindung ein Verfahren wie in Anspruch 1 und
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eine Stempelplatte wie in Anspruch 11 definiert vor. Vorteilhaf-
te Ausfiihrungsformen und Weiterbildungen sind in den abhangigen

Ansprichen angegeben.

Hinsichtlich des Verfahrens ist gemal der Erfindung vorgesehen,
dass der RFID-Chip innerhalb der Stempelplatte eingeschlossen
wird. Das Verfahren dient somit einer sicheren Verbindung eines
RFID-Chips mit einer Stempelplatte, wobei die Begriffe ,sicher™
bzw. ,Sicherung™ so zu verstehen sind, dass der RFID-Chip einer-
seits nicht zerstorungsfrei von der Stempelplatte entfernt wer-
den kann und andererseits weitgehend vor Beschadigungen
geschiitzt ist. Die Stempelplatte ist vorzugsweise flir die Ver-
wendung in Handstempeln vorgesehen. Der RFID-Chip bzw. RFID-
Transponder weist, wie dem Fachmann bekannt ist, Informationen
bzw. Daten auf, die iUber ein geeignetes Lesegerat insbesondere
berihrungslos aus dem RFID-Chip ausgelesen werden konnen. Diese
Daten konnen als Identifikationsmerkmal flir die Stempelplatte
dienen. Somit kann mit dem RFID-Chip die Echtheit der Stempel-
platte geprift werden. Die Funktion eines RFID-Chips bzw. eines
RFID-Systems ist hinreichend bekannt, sodass auf eine detail-
liertere Beschreibung desselben verzichtet werden kann. Fir die
sichere Aufnahme des RFID-Chips wird dieser gemadB der Erfindung
innerhalb der herzustellenden Stempelplatte eingeschlossen, d.h.
der Vorgang des EinschlieRBens erfolgt wahrend der Fertigung der
Stempelplatte. Der RFID-Chip kann insbesondere in verschiedenen
Fertigungsstadien der Stempelplatte, in welchen diese beispiels-
welse teilweise gefertigt ist, in diese integriert werden. Der
eingeschlossene RFID-Chip wird vorzugsweise vollstdndig von der
Stempelplatte umgeben bzw. bedeckt, d.h. er ist vorzugsweise
vollstandig in die Stempelplatte integriert. Auf diese Weise
kann der RFID-Chip nicht aus der Stempelplatte entnommen werden
ohne die Stempelplatte oder den RFID-Chip selbst zu beschadigen.
Zudem wird die Wahrscheinlichkeit von unbeabsichtigten Beschadi-
gungen des RFID-Chips durch seine Aufnahme im Inneren der Stem-

pelplatte reduziert.

Gemahl einer bevorzugten Ausfihrungsform der Erfindung ist vorge-
sehen, dass der RFID-Chip durch ein aushartendes Verguss-Materi-
al, vorzugsweise Polyoxymethylen, eingeschlossen wird. Das

Verguss-Material, welches bei Temperaturen deutlich oberhalb der
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Raumtemperatur flieBfahig ist und bei Raumtemperatur in einem
ausgehéarteten Zustand vorliegt, weist vorzugsweise eine hohe
Druckbestandigkeit und eine hohe Steifigkeit auf. Polyoxymethy-
len (POM), welches ein thermoplastischer Kunststoff ist, ist zu-
dem gut in Spritzgussverfahren verwendbar. Der RFID-Chip kann je
nach seiner Anordnung in Bezug auf die herzustellende Stempel-
platte teilweise oder vollstadndig vom aushdrtenden Verguss-Mate-
rial umgeben bzw. umhiillt werden. Eine teilweise Umhiillung mit
dem Verguss-Material bietet sich an, wenn ein Teil der Oberfla-
che des RFID-Chips mit einem Teil der sich in Herstellung befin-
denden Stempelplatte in Kontakt steht. Das aushartende bzw.
ausgehéartete, den RFID-Chip einschlielBende Verguss-Material kann
zumindest einen Teil der Oberfldche des RFID-Chips direkt kon-
taktieren, d.h., dass der RFID-Chip zumindest zum Teil direkt
von dem Verguss-Material bedeckt bzw. damit eingegossen werden
kann, ohne jedoch hierauf beschrankt zu sein. Das ausgehartete,
den RFID-Chip einschlieBende Verguss-Material ist Teil der Stem-
pelplatte.

Um den RFID-Chip zuverladssig in Bezug auf die Stempelplatte zu
positionieren, ist es glinstig, wenn der RFID-Chip, vor dem Ein-
schlieRBen durch das Verguss-Material, in einer Haltevorrichtung,
insbesondere einer Klemmvorrichtung aufgenommen wird, welche als
Teil der Stempelplatte, vorzugsweise in einem GieBvorgang, her-
gestellt wird. Der in der Haltevorrichtung aufgenommene RFID-
Chip wird somit an einer definierten Position in der herzustel-
lenden Stempelplatte angeordnet und vor sowie wahrend des Vor-
gangs des EinschlieBens in dieser Position zuverldssig
festgehalten. Die Haltevorrichtung kann als Klemmvorrichtung,
beispielsweise taschenfdérmig, ausgebildet sein, wobei dann der
RFID-Chip vor seinem EinschlielBen in die Klemmvorrichtung bzw.
Tasche eingesetzt wird. Die Haltevorrichtung ist ein Teil der
Stempelplatte und wird vorzugsweise gemeinsam mit einem Teil der
Stempelplatte hergestellt. Beispielsweise kann die Haltevorrich-
tung an einem ausgehdrteten Abschnitt der Stempelplatte ausge-
bildet sein, insbesondere angeklebt werden, oder gemeinsam mit
einem Abschnitt der Stempelplatte gegossen werden. Nach dem Auf-
nehmen des RFID-Chips in die Haltevorrichtung wird der RFID-Chip
vorzugsweise mit der Haltevorrichtung und gegebenenfalls mit zu-

satzlichen Bereichen der teilweise gefertigten Stempelplatte
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mittels des Verguss-Materials bedeckt. Insbesondere kann eine
Stempelplatte bzw. Textplatte bzw. ein Teil davon mit einer Ta-
sche zur Aufnahme des RFID-Chips in einem Spritzgussverfahren
hergestellt werden. Die Stempelplatte wird in einem weiteren
Verfahrensschritt einer Spritzgussmaschine zugefithrt, wobei -
entweder automatisch oder manuell - der RFID-Chip in die Tasche
eingelegt und mit Kunststoff umspritzt wird. Als Alternative zum
Umspritzen mit Kunststoff kann auch ein Klebematerial oder Ver-
gussharz zum Einsatz kommen, in welchem Fall keine zweite

Spritzgussmaschine erforderlich ist.

Alternativ kann vorgesehen sein, dass der RFID-Chip, vor dem
EinschlieRen durch das Verguss-Material, in einem zum GieBen der
Stempelplatte vorgesehenen Hohlraum eines Formwerkzeugs mittels
aus dem Hohlraum entfernbaren Haltestiften, vorzugsweise im We-
sentlichen in der Mitte des Hohlraums, festgehalten wird. In
diesem Fall wird der RFID-Chip wadhrend des GieBens der Stempel-
platte in diese eingegossen. Flir das GieRen der Stempelplatte
ist in bekannter Weise ein Formwerkzeug mit einem Hohlraum vor-
gesehen, in welchen Hohlraum flieRfadhiges Verguss-Material ein-
gebracht, insbesondere eingespritzt wird. Um den RFID-Chip in
geeigneter Position, ginstiger Weise etwa in der Mitte des Hohl-
raums, stabil zu positionieren, sind die Haltestifte vorgesehen,
welche in den Hohlraum ragen und zweckmdRiger Weise an zweili ge-
geniiberliegenden Seiten des RFID-Chips anliegen. Die Haltestifte
werden vor der Aushédrtung des Verguss-Materials aus dem Hohlraum

entfernt.

Um durch die Haltestifte verursachbare unerwlinschte Aussparungen
bzw. Locher im ausgeharteten Verguss-Material, d.h. in der Stem-
pelplatte, zu vermeiden, ist es ginstig, wenn der Hohlraum mit
dem darin festgehaltenen RFID-Chip mit dem Verguss-Material
teilweise befiillt wird, danach die Haltestifte aus dem Hohlraum
entfernt werden und daraufhin der Hohlraum vollstdndig mit dem
Verguss—-Material beflillt wird. Die Haltestifte sind vorzugsweise
verschiebbar im Formwerkzeug aufgenommen und werden nach einer
teilweise oder nahezu vollstandigen Befiillung des Hohlraums mit
Verguss—-Material aus dem Hohlraum entfernt. Der RFID-Chip wird
dabei von dem ihn umgebenden Verguss-Material in seiner durch

die Haltestifte zuvor definierten Position gehalten. Zumindest
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der durch die entnommenen Haltestifte frei gewordene Raum im
Hohlraum wird durch die weitere bzw. vollstédndige Befiillung mit

Verguss-Material aufgefillt.

In einer herstellungsméRig ginstigen Ausfiihrungsform der Erfin-
dung kann vorgesehen sein, dass der RFID-Chip zum Einschlielen
mit einem AbdeckkdOrper der Stempelplatte bedeckt wird. Der RFID-
Chip, liegt in diesem Fall vorzugsweise auf einem bereits ausge-
harteten Teil der Stempelplatte auf, wobei die noch nicht auf
der Stempelplatte aufliegende Flache des RFID-Chips vom Abdeck-
korper bedeckt wird. Der AbdeckkOrper ist Teil der Stempelplatte
und vorzugswelise stabil ausgebildet um Beschadigungen von auBen
zu verhindern. Um den RFID-Chip in der Stempelplatte zu sichern,
wird der AbdeckkoOrper, welcher beispielsweise in Form eines De-
ckels oder eines teilweise offenen Behadlters ausgebildet ist, in
der den RFID-Chip abdeckenden Position fest und dauerhaft mit
dem Rest der Stempelplatte verbunden. Auch wenn der Abdeckkdrper
selbst als eigenstandiges Bauteil ausgebildet sein kann, ist er

im Sinne der Erfindung Teil der Stempelplatte.

Um den RFID-Chip besonders zuverlassig zu sichern, kann vorgese-
hen sein, dass der RFID-Chip vor dem EinschlielBen durch das aus-
hartende Verguss-Material mit einem den RFID-Chip
einschlieBenden Abdeckkorper der Stempelplatte bedeckt wird. Um
Wiederholungen in der Beschreibung zu vermeiden, wird hinsicht-
lich der Anordnung des RFID-Chips in Bezug auf die Stempelplatte
und hinsichtlich der Anordnung des Abdeckkdrpers auf die vorste-
hende Beschreibung der Ausfihrung, wonach der RFID-Chip zum Ein-
schlieRen mit einem Abdeckkdrper der Stempelplatte bedeckt wird,
verwiesen. Der RFID-Chip kann somit sowohl durch den Abdeckkor-
per als auch durch das aushdrtende Verguss-Material eingeschlos-
sen werden. Hierbei kann das Verguss-Material einen Teil des
RFID-Chips direkt kontaktieren, wenn der Abdeckkdrper den RFID-
Chips nicht vollstandig bedeckt. Bevorzugt bedeckt der Abdeck-
korper den RFID-Chip jedoch vollstandig.

Fiir die Aufnahme des RFID-Chips in die Stempelplatte ist es
ginstig, wenn der RFID-Chip, vor dem Bedecken mit dem Abdeckkor-
per, in einer Haltevorrichtung, insbesondere einer Klemmvorrich-

tung aufgenommen, beispielsweise eingeschoben wird, mit welcher
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Haltevorrichtung der Abdeckkdérper unldsbar verbunden wird. Auch
hier dient die Haltevorrichtung, die Teil der Stempelplatte ist,
beispielsweise in Form einer taschenfdrmigen Klemmvorrichtung,
der Aufnahme und dem Festhalten des RFID-Chips an einer defi-
nierten Position in der herzustellenden Stempelplatte. Bei-
spielsweise wird der RFID-Chip in die Tasche eingeschoben.
Hinsichtlich Details zur Haltevorrichtung kann auf die obige Be-
schreibung verwiesen werden. Nach dem Aufnehmen des RFID-Chips
in die Haltevorrichtung wird der RFID-Chip mit dem Abdeckkdrper
bedeckt und somit in die Stempelplatte integriert. Der Abdeck-
korper wird fest und dauerhaft mit der Haltevorrichtung verbun-

den und ist somit selbst Teil der Stempelplatte.

Der RFID-Chip lasst sich besonders einfach und zuverlédssig in
die Stempelplatte integrieren, wenn der AbdeckkOrper mit der
Haltevorrichtung formschliissig verbunden, vorzugsweise verrastet
wird. Glnstiger Weise sind die Haltevorrichtung und der Abdeck-
korper ausgebildet, um nach der Verbindung miteinander nicht
mehr ohne Zerstdrung von Teilen der Stempelplatte voneinander

trennbar zu sein.

GemdB einer alternativen Ausfihrungsform des Verfahrens kann zur
Sicherung des RFID-Chips vorgesehen sein, dass zweil Teile einer
zweiteiligen Stempelplatte, mit einer Ausnehmung fir den RFID-
Chip in zumindest einem der Teile, hergestellt, insbesondere ge-
gossen werden, der RFID-Chip in der Ausnehmung aufgenommen wird
und die beiden Teile, zum EinschlieRBen des RFID-Chips, miteinan-
der im Wesentlichen unldsbar verbunden, insbesondere verklebt
werden. Hierfiir werden zundchst zumindest zwei Teile der Stem-
pelplatte als Zwischenprodukt gefertigt, beispielsweise gegos-
sen, von welchen zumindest einer eine Ausnehmung fir den RFID-
Chip aufweist. Nach Einfiigen des RFID-Chips in die Ausnehmung
werden die zumindest zwei Teile der Stempelplatte mdglichst un-

l6sbar miteinander wverbunden.

Fir die Herstellung einer stabilen, sich beim Abdruck moéglichst
wenig durchbiegenden Stempelplatte kann es glnstig wein, wenn
die Stempelplatte aus einem Kunststoff, vorzugsweise Polyoxyme-
thylen, hergestellt, insbesondere gegossen wird. Polyoxymethy-

len, welches wie bereits erwdhnt gut fur Spritzgussverfahren
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geeignet ist, weist einen Schmelzpunkt von oberhalb 150°C auf
und ist bei Raumtemperatur fest. Polyoxymethylen ist zudem gut
fir die Farbaufnahme von einem Farbmaterial, insbesondere Tinte
aufweisenden Farbkissen und fir die Farbabgabe an ein zu bedru-
ckendes Papier geeignet. Weiteres eignet sich Polyoxymethylen
fir die Einbringung einer individuellen Gravur mittels eines La-
sers. Die Stempelplatte aus Polyoxymethylen kann an Stelle einer
Stempelplatte aus Gummi verwendet werden. Der RFID-Chip ist so-
mit auch in der vorstehend beschriebenen Ausfiithrungsform, gemal
welcher die Stempelplatte zweiteilig, mit einer Ausnehmung fir
den RFID-Chip, aus einem Kunststoff, vorzugsweise Polyoxymethy-
len, hergestellt, insbesondere gegossen wird, von einem aushar-

tenden Verguss-Material, vorzugsweise Polyoxymethylen, umgeben.

GemaBl der Erfindung ist somit der RFID-Chip innerhalb der Stem-
pelplatte eingeschlossen. Die Vorteile, welche sich aus dem Ein-
schlieRen bzw. vollstadndigen Integrieren des RFID-Chips in die
Stempelplatte ergeben, wurden vorstehend im Zusammenhang mit dem
Verfahren beschrieben; insbesondere ist der RFID-Chip dauerhaft
in der Stempelplatte aufgenommen und nicht ohne diese zu zersto-
ren entfernbar. Zudem ist er in der Stempelplatte weitgehend vor
Beschadigungen geschiitzt. Hierbei wird der RFID-Chip bevorzugt
verklebungsfrei, d.h. ohne eine Anordnung einer separaten Klebe-
schicht zwischen dem RFID-Chip und der Stempelplatte in dieser

aufgenommen.

Der RFID-Chip ist besonders sicher in der Stempelplatte aufge-
nommen, wenn der RFID-Chip in die Stempelplatte eingegossen ist.
Wie im Zusammenhang mit dem Verfahren zur Sicherung eines RFID-
Chips vorstehend beschrieben, kann der RFID-Chip hierflir in ei-
ner Haltevorrichtung der Stempelplatte aufgenommen und mit Ver-
guss—-Material, beispielsweise dem Material fir die
Stempelplatte, bedeckt werden. Alternativ kann der RFID-Chip in
einem Hohlraum einer GiefRform fir die Stempelplatte aufgenommen
und wahrend des Vorgangs des GieBens der Stempelplatte vollstan-

dig mit dem Material der Stempelplatte umgossen werden.

Um den RFID-Chip nicht durch einen GieRvorgang zu belasten, kann
es glunstig sein, wenn der RFID-Chip in einer Haltevorrichtung

der Stempelplatte aufgenommen und mit einem Abdeckkdrper, insbe-
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sondere unldsbar, bedeckt ist. Hinsichtlich weiterer Details zur
Haltevorrichtung und zum Abdeckkorper wird auf die vorstehende
Beschreibung verwiesen. Der RFID-Chip kann zusatzlich zur Bede-
ckung mit dem Abdeckkdrper auch in die Stempelplatte eingegossen
sein. Vorteilhafter Weise bedeckt dann das Verguss-Material,
vorzugsweise Polyoxymethylen, durch welches der RFID-Chip einge-

schlossen ist, den Abdeckkérper vollstéandig oder teilweise.

Gemal einer weiteren alternativen Ausfihrungsform der Stempel-
platte kann der RFID-Chip in einer Ausnehmung zwischen zwei fest
miteinander verbundenen, vorzugsweise verklebten Teilen der
Stempelplatte aufgenommen sein. Wie vorstehend beschrieben kon-
nen die zwei oder auch mehr Teile der Stempelplatte vorab als
Zwischenprodukte gefertigt werden, wobei zumindest ein Teil eine
Ausnehmung fiir den RFID-Chip aufweist. Nach dem Einbringen des
RFID-Chips in die Ausnehmung werden die Teile fest miteinander
verbunden. Alternativ zu einer Verklebung der Teile der Stempel-
platte kann der RFID-Chip in einer Ausnehmung zwischen zwei oder
mehr durch eine formschliissige Verbindung, insbesondere eine
Schnappverbindung fest miteinander verbundenen Teilen der Stem-

pelplatte aufgenommen sein.

Die Erfindung wird im Folgenden anhand von bevorzugten, nicht
einschrankenden Ausfiihrungsbeispielen unter Bezugnahme auf die

Zeichnung noch weiter erldutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine Stempelplatte in einer teilweise geschnittenen An-

sicht mit einem darin eingeschlossenen RFID-Chip;

Fig. 2A eine noch nicht fertiggestellte Stempelplatte mit einer

Haltevorrichtung, in welche ein RFID-Chip eingebracht wird;

Fig. 2B die noch nicht fertiggestellte Stempelplatte aus Fig. 2A
mit der Haltevorrichtung, in welcher der RFID-Chip bereits ein-

gesetzt ist;

Fig. 3A bis 3C ein Formwerkzeug fir den Guss einer Stempelplat-

te, in dessen Hohlraum ein RFID-Chip eingesetzt ist;

Fig. 3D eine perspektivische Ansicht und eine Schnittansicht ei-
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ner Stempelplatte mit einem darin eingegossen RFID-Chip;

Fig. 4A bis 4C eine noch nicht fertiggestellte Stempelplatte mit
einer Haltevorrichtung, in welche ein RFID-Chip eingebracht und

mit einem Abdeckkdrper bedeckt wird; und

Fig. 5 eine Stempelplatte in einer teilweise geschnittenen An-
sicht mit einem zwischen zwei Halften der Stempelplatte einge-

schlossenen RFID-Chip.

Fig. 1 zeigt eine an sich in ihrer grundsatzlichen Ausbildung
bekannte, z.B. in Draufsicht runde, auf einem Tradger 11 ange-
brachte Stempelplatte 1, welche beispielsweise mit einem nicht
dargestellten, an sich bekannten Handstempel verbunden wird.
(Flir eine bekannte Stempelplatte siehe beispielsweise die PCT-
Anmeldung WO 2004/045856 Al der Colop Stempelerzeugung Skopek
Gesellschaft m.b.H & CO. KG.) In der Stempelplatte 1 ist ein
RFID-Chip 2 gesichert aufgenommen. Der RFID-Chip 2 ist in die
Stempelplatte 1 eingeschlossen bzw. integriert und ist im Bei-
spiel der Fig. 1 allseitig vom Material der Stempelplatte 1 um-
geben. Somit ist der RFID-Chip 2 im Wesentlichen unldsbar mit
der Stempelplatte 1 verbunden. Die Stempelplatte 1 weist in be-
kannter Weise eine Abdruckseite 3 auf, welche in einem weiteren
Verfahrensschritt mit einer nicht dargestellten individuellen
Gravur versehen werden kann. Die Stempelplatte 1 kann auBer rund
auch andere Formen, z.B. oval, rechteckig usw., wie an sich be-

kannt, aufweisen.

Fig. 2A zeigt eine noch nicht fertiggestellte Stempelplatte 1,
welche eine Haltevorrichtung 4, insbesondere eine als Klemmvor-
richtung 4a dienende Tasche 4b aufweist, in welche der RFID-Chip
2 vor dem EinschlieBen durch ein Verguss-Material V aufgenommen
wird. Die Haltevorrichtung 4 wird als Teil der Stempelplatte 1,
vorzugswelse in einem GieBvorgang, hergestellt. Der RFID-Chip 2
wird nach seiner Aufnahme in der Haltevorrichtung 4, welcher Zu-
stand in Fig. 2B dargestellt ist, in einem weiteren Verfahrens-
schritt durch das aushartende Verguss-Material V, vorzugsweise
Polyoxymethylen, oder Vergussharz eingeschlossen. Das Verguss-

Material V ist in Fig. 2B strichliert dargestellt.
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Die Fig. 3A bis 3C zeigen ein Formwerkzeug 5 mit einem Hohlraum
6 in einer Schnittansicht, in welchem Hohlraum 6 ein RFID-Chip 2
aufgenommen ist. Das Formwerkzeug 5 ist zum GieRen der Stempel-
platte 1 und dabei zum EinschlieBen des RFID-Chips 2 in das Ver-
guss—-Material V vorgesehen. Fig. 3A zeigt den RFID-Chip 2 noch
vor seinem EinschlieRen durch das Verguss-Material V im Hohlraum
6, wobei der RFID-Chip 2 mittels aus dem Hohlraum 6 entfernbaren
Haltestiften 7, vorzugsweise im Wesentlichen in der Mitte des
Hohlraums 6, festgehalten wird. In Fig. 3B wurde der Hohlraum 6
bereits mit Verguss-Material V zumindest teilweise befillt, wah-
rend der RFID-Chip 2 noch mit den Haltestiften 7 festgehalten
wird. GemaR Fig. 3C wurden die Haltestifte 7 bereits aus dem
Hohlraum 6 entfernt, und daraufhin wird der Hohlraum 6 vollstan-

dig mit dem Verguss-Material V beflillt.

Fig. 3D zeigt die im Formwerkzeug 5 gegossene Stempelplatte 1
mit dem darin eingeschlossenen RFID-Chip 2 in einer perspektivi-
schen Ansicht sowie einer Schnittansicht, wobei auch der noch zu

entfernende Angussteil A erkennbar ist.

Die Fig. 4A bis 4C zeigen eine teilweise gefertigte Stempelplat-
te 1 mit einer Haltevorrichtung 4, insbesondere einer Klemmvor-
richtung 4a in Form einer Tasche 4b, in welcher der
einzuschlieBende RFID-Chip 2 zumindest teilweise eingeschoben
wird, wonach er mit einem Abdeckkdrper 8 der Stempelplatte 1 be-
deckt wird und somit sicher aufgenommen ist. Insbesondere zeigt
Fig. 4A den RFID-Chip 2 nach dem Einbringen in die Haltevorrich-
tung 4, Fig. 4B den Abdeckkorper 8 wahrend des Bedeckens des
RFID-Chips 2 damit und Fig. 4C die Stempelplatte 1 mit dem durch
den Abdeckkorper 8 bedeckten RFID-Chip 2. Der Abdeckkdrper 8,
beispielsweise eine Abdeckplatte, ist mit der Haltevorrichtung 4
unlosbar, vorzugsweise formschliissig verbunden, insbesondere
verrastet. Geeignete Ausfiihrungsformen fiir eine solche Haltevor-
richtung 4 sind dem Fachmann bekannt. Um den RFID-Chip 2 beson-
ders sicher in der Stempelplatte 1 aufzunehmen, kann der durch
den Abdeckkdrper 8 bedeckte RFID-Chip 2 zusdtzlich von Verguss-—
Material V bedeckt bzw. dadurch eingeschlossen sein, siehe Fig.
4C, 1in welcher das Verguss-Material V strichliert dargestellt

ist.
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Fig. 5 zeigt zwei Teile la, 1lb einer zweiteiligen Stempelplatte
1, mit einer Ausnehmung 9 flir den RFID-Chip 2. Die Ausnehmung 9
ist in einem der Teile, in Fig. 5 im unteren Teil 1lb, insbeson-
dere durch GieBen hergestellt, sie kann aber auch im oberen Teil
la oder in beiden Teilen la, 1lb vorgesehen sein. Nachdem der
RFID-Chip 2 in der Ausnehmung 9, vorzugsweise ohne Verklebung
mit einem der Teile la, 1lb aufgenommen wurde, werden die beiden
Teile la, 1lb, zum EinschlieRBen des RFID-Chips 2, miteinander im
Wesentlichen unldsbar verbunden, insbesondere verklebt, Ultra-
schall-verschweit oder verrastet. In Fig. 5 sind Schnappverbin-
dungselemente 10 zur Verbindung der Teile la, 1lb mit einem

Stempelplattentrager 11 angedeutet.
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Patentanspriche:

1. Verfahren zur Sicherung eines RFID-Chips (2) als Identifika-
tionsmerkmal an einer Stempelplatte (1), vorzugsweise flir einen
Handstempel, wobei der RFID-Chip (2) mit der Stempelplatte (1)
im Wesentlichen unlésbar verbunden wird, dadurch gekennzeichnet,
dass der RFID-Chip (2) innerhalb der Stempelplatte (1) einge-

schlossen wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der
RFID-Chip (2) durch ein aushartendes Verguss-Material (V), vor-

zugsweise Polyoxymethylen, eingeschlossen wird.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der
RFID-Chip (2), vor dem EinschlieRen durch das Verguss-Material
(V), in einer Haltevorrichtung (4), insbesondere einer Klemmvor-
richtung (4a) aufgenommen wird, welche als Teil der Stempelplat-

te (1), vorzugsweise in einem GieRvorgang, hergestellt wird.

4. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der
RFID-Chip (2), vor dem EinschlieRen durch das Verguss-Material
(V), in einem zum GieBen der Stempelplatte (1) vorgesehenen
Hohlraum (6) eines Formwerkzeugs (5) mittels aus dem Hohlraum
(6) entfernbaren Haltestiften (7), vorzugsweise im Wesentlichen

in der Mitte des Hohlraums (6), festgehalten wird.

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass der
Hohlraum (6) mit dem darin festgehaltenen RFID-Chip (2) mit dem
Verguss—-Material (V) teilweise befiillt wird, danach die Haltes-
tifte (7) aus dem Hohlraum (6) entfernt werden und daraufhin der
Hohlraum (6) wvollsté&ndig mit dem Verguss-Material (V) befiillt

wird.

6. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der
RFID-Chip (2) zum EinschlieRBen mit einem Abdeckkorper (8) der
Stempelplatte (1) bedeckt wird.

7. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der
RFID-Chip (2) vor dem EinschlieBen durch das aushdrtende Ver-

guss-Material (V) mit einem den RFID-Chip (2) einschlieBenden

13/24
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Abdeckkorper (8) der Stempelplatte (1) bedeckt wird.

8. Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet,
dass der RFID-Chip (2), vor dem Bedecken mit dem AbdeckkoOrper
(8), in einer Haltevorrichtung (4), insbesondere einer Klemmvor-
richtung (4a) aufgenommen, beispielsweise eingeschoben wird, mit
welcher Haltevorrichtung (4) der Abdeckkdrper (8) unldsbar ver-

bunden wird.

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass der
Abdeckkorper (8) mit der Haltevorrichtung (4) formschlissig ver-

bunden, vorzugsweise verrastet wird.

10. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
zwel Teile (la, 1b) einer zweiteiligen Stempelplatte (1), mit
einer Ausnehmung (9) fir den RFID-Chip (2) in zumindest einem
der Teile (la, 1lb), hergestellt, insbesondere gegossen werden,
der RFID-Chip (2) in der Ausnehmung (9) aufgenommen wird und die
beiden Teile (la, 1b), zum Einschliefen des RFID-Chips (2), mit-
einander im Wesentlichen unldsbar verbunden, insbesondere ver-
klebt werden.

11. Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Stempelplatte (1) aus einem Kunststoff, wvor-
zugswelise Polyoxymethylen, hergestellt, insbesondere gegossen

wird.

12. Stempelplatte (1), vorzugsweise flir einen Handstempel, mit

einem mit der Stempelplatte (1) im Wesentlichen unldsbar verbun-
denen RFID-Chip (2) als Identifikationsmerkmal, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der RFID-Chip (2) innerhalb der Stempelplatte (1)

eingeschlossen ist.

13. Stempelplatte (1) nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet,
dass der RFID-Chip (2) in die Stempelplatte (1) eingegossen ist.

14. Stempelplatte (1) nach Anspruch 12 oder 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der RFID-Chip (2) in einer Haltevorrichtung (4)
der Stempelplatte (1) aufgenommen und mit einem Abdeckkorper

(8), insbesondere unlésbar, bedeckt ist.

14 /24
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15. Stempelplatte (1) nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet,
dass der RFID-Chip (2) in einer Ausnehmung (9) zwischen zwei
fest miteinander verbundenen, vorzugsweise verklebten Teilen

(la, 1b) der Stempelplatte (1) aufgenommen ist.
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Patentanspriche:

1. Verfahren zur Sicherung eines RFID-Chips (2) als Identifika-
tionsmerkmal an einer Stempelplatte (1), vorzugsweise flir einen
Handstempel, wobei der RFID-Chip (2) mit der Stempelplatte (1)
im Wesentlichen unlésbar verbunden wird, dadurch gekennzeichnet,
dass der RFID-Chip (2) durch ein aushdrtendes Verguss-Material
(V) innerhalb der Stempelplatte (1) durch Eingielen eingeschlos-
sen wird und, vor dem EinschlieBen durch das Verguss-Material
(V), in einer Haltevorrichtung (4) aufgenommen wird, welche als
Teil der Stempelplatte (1) hergestellt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der

RFID-Chip (2) durch Polyoxymethylen eingeschlossen wird.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der
RFID-Chip (2), vor dem EinschlieBen durch das Verguss-Material
(V), in einer Klemmvorrichtung (4a) aufgenommen wird, welche als
Teil der Stempelplatte (1), vorzugsweise in einem GieBvorgang,

hergestellt wird.

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der
RFID-Chip (2) zum EinschlieRBen mit einem Abdeckkorper (8) der
Stempelplatte (1) bedeckt wird.

5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der
RFID-Chip (2) vor dem EinschlieBen durch das aushdrtende Ver-

guss-Material (V) mit einem den RFID-Chip (2) einschlieBenden

Abdeckkorper (8) der Stempelplatte (1) bedeckt wird.

6. Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet,
dass der RFID-Chip (2), vor dem Bedecken mit dem Abdeckkorper
(8), in der Haltevorrichtung (4), insbesondere einer Klemmvor-
richtung (4a) aufgenommen, beispielsweise eingeschoben wird, mit
welcher Haltevorrichtung (4) der Abdeckkorper (8) unldsbar ver-

bunden wird.

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass der
Abdeckkorper (8) mit der Haltevorrichtung (4) formschlissig ver-

bunden, vorzugsweise verrastet wird.
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8. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Stempelplatte (1) aus einem Kunststoff, wvor-
zugswelse Polyoxymethylen, hergestellt, insbesondere gegossen

wird.

9. Stempelplatte (1), vorzugsweise fiir einen Handstempel, mit
einem mit der Stempelplatte (1) im Wesentlichen unldsbar verbun-
denen RFID-Chip (2) als Identifikationsmerkmal, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der RFID-Chip (2) innerhalb der Stempelplatte (1)
eingeschlossen ist, wobei der RFID-Chip (2) in einer Haltevor-
richtung der Stempelplatte aufgenommen und in die Stempelplatte

(1) eingegossen ist.

10. Stempelplatte (1) nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet,
dass der RFID-Chip (2) in der Haltevorrichtung (4) der Stempel-
platte (1) aufgenommen und mit einem Abdeckkdrper (8), insbeson-

dere unlosbar, bedeckt ist.
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